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前  言

  GB/T35010《半导体芯片产品》分为以下部分:
———第1部分:采购和使用要求;
———第2部分:数据交换格式;
———第3部分:操作、包装和贮存指南;
———第4部分:芯片使用者和供应商要求;
———第5部分:电学仿真要求;
———第6部分:热仿真要求;
———第7部分:数据交换的XML格式;
———第8部分:数据交换的EXPRESS格式。
本部分为GB/T35010的第2部分。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用IEC62258-2:2011《半导体芯片产品 第2部分:数据交换格式》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T35010.1—2018 半导体芯片产品 第1部分:采购和使用要求(IEC62258-1:2009,

IDT)
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本部分由全国半导体器件标准化技术委员会(SAC/TC78)归口。
本部分起草单位:中国电子科技集团公司第58研究所、中国电子技术标准化研究院、中国电子科技

集团第55研究所、清华大学、华天科技(昆山)电子有限公司。
本部分主要起草人:章慧彬、陆坚、赵桦、王菲、陈大为。
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半导体芯片产品
第2部分:数据交换格式

1 范围

GB/T35010的本部分规定了可用于数据交换的数据格式,此格式在GB/T35010的其他部分有应

用,同时所有使用到的参数定义依据GB/T17564.4—2009的准则和方法。本部分提出了一种器件数

据转换(DDX)格式,主要目的是促进芯片制造商和CAD/CAE用户之间几何数据的充分传输,并提供

正规的信息模型,这些信息模型允许将数据转化为其他格式,例如与GB/T16656.21—2008和XML一

致的STEP物理文件格式。超出本部分规定范围,为了允许该数据转换格式的使用,该格式被特意赋予

很大的灵活性。
本部分用于指导半导体芯片产品生产、供应和使用。其中半导体芯片产品包括:
● 晶圆;
● 单个裸芯片;
● 带有互连结构的芯片和晶圆;
● 最小或部分封装的芯片和晶圆。
本部分DDX数据格式的版本是1.3.0。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(ISO8601:2000,IDT)

GB/T16656.21—2008 工业自动化系统与集成 产品数据表达与交换 第21部分:实现方法 
交换文件结构的纯正文编码(ISO10303-21:2001,IDT)

GB/T17564.4—2009 电子元器件的标准数据元素类型和相关分类模式 第4部分:IEC标准数

据元素类型和元器件类别基准集(IEC61360-4:2005,IDT)

IEC62258-1 半导体芯片产品 第1部分:采购和使用(Semiconductordieproducts—Part1:

Procurementanduse)

SJ/Z9047—1987 信息处理 信息交换用以字符串形式数值表示方式(idtISO6093:1985)

IPC/JEDECJ-STD-033B:2007 对湿气和焊接热综合效果敏感的表面安装器件的加工、包装、航
运和使用(Handling,packing,shippinganduseofmoisture/Reflowsensitivesurfacemountdevices)

3 术语和定义

IEC62258-1界定的术语和定义适用于本文件。

4 要求

参数变量具体引用GB/T17564.4—2009数据元素类型(DET)编码,这种编码的定义在GB/T17564.4—
1
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